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摘要(译)

提出了一种温度传感装置。该装置包括主体和至少一个温度传感构件，
该温度传感构件与主体隔开预定距离。主体包括显示单元和第一接口单
元，温度感测构件经由第二接口单元连接到主体的第一接口单元。使用
可拆卸的固定单元将温度感测构件设置在测试对象上，并且使用测量单
元来测量测试对象的体温。测量由信号处理单元接收和处理，并随后发
送到显示单元并显示在显示单元中。信号处理单元也可以设置在主体或
温度传感构件中，用于转换和处理温度信号。
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